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MB85RC64A
2.エンボステープ
2.1 テープ寸法図

パッケージコード リール No
最大収納個数

個 /リール 個 /内装箱 個 /外装箱

FPT-8P-M02 3 1500 1500 10500

単位：mm

材質：導電性ポリスチレン
耐熱温度：耐熱性ではありません。

テープ，リールでのベーキング処理はできません。

C 2012 FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED  SOL8-EMBOSSTAPE9 : NFME-EMB-X0084-1-P-1
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MB85RC64A
2.2 ICの方向

2.3 リールの寸法

単位：mm

リール No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

テープ幅
記号

8 12 16 24 32 44 56 12 16 24

A
254
± 2

254
± 2

330
± 2

254
± 2

330
± 2

254
± 2

330
± 2 330± 2

B 100 100 150 100 150 100 100± 2

C 13± 0.2 13

D 21± 0.8 20.5
E 2± 0.5

W1 8.4 12.4 16.4 24.4 32.4 44.4 56.4 12.4 16.4 24.4

W2 14.4
以下

18.4以下 22.4以下 30.4以下 38.4以下 50.4以下
62.4
以下

18.4
以下

22.4
以下

30.4
以下

W3 7.9～
10.9 11.9～ 15.4 15.9～ 19.4 23.9～ 27.4 31.9～ 35.4 43.9～ 47.4 55.9～

59.4
12.4～

14.4
16.4～

18.4
24.4～

26.4
r 1.0

Index mark・ERタイプ

(引出側 ) (リール側 ) (引出側 )

*

*：ハブ部の幅寸法

リール穴寸法
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MB85RC64A

富士通セミコンダクター株式会社
〒 222-0033 
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-10-23 野村不動産新横浜ビル
http://jp.fujitsu.com/fsl/

電子デバイス製品に関するお問い合わせ先

0120-198-610
受付時間 :平日 9時～ 17時 (土・日・祝日 , 年末年始を除きます )
携帯電話・PHSからもお問い合わせができます。
※電話番号はお間違えのないよう , お確かめのうえおかけください。

本資料の記載内容は , 予告なしに変更することがありますので , ご用命の際は営業部門にご確認ください。
本資料に記載された動作概要や応用回路例は , 半導体デバイスの標準的な動作や使い方を示したもので , 実際に使用する機器での動作を保証するも

のではありません。従いまして , これらを使用するにあたってはお客様の責任において機器の設計を行ってください。これらの使用に起因する損害な
どについては , 当社はその責任を負いません。
本資料に記載された動作概要・回路図を含む技術情報は , 当社もしくは第三者の特許権 , 著作権等の知的財産権やその他の権利の使用権または実施

権の許諾を意味するものではありません。また , これらの使用について , 第三者の知的財産権やその他の権利の実施ができることの保証を行うもので
はありません。したがって , これらの使用に起因する第三者の知的財産権やその他の権利の侵害について , 当社はその責任を負いません。
本資料に記載された製品は , 通常の産業用 , 一般事務用 , パーソナル用 , 家庭用などの一般的用途に使用されることを意図して設計・製造されてい

ます。極めて高度な安全性が要求され , 仮に当該安全性が確保されない場合 , 社会的に重大な影響を与えかつ直接生命・身体に対する重大な危険性を
伴う用途（原子力施設における核反応制御 , 航空機自動飛行制御 , 航空交通管制 , 大量輸送システムにおける運行制御 , 生命維持のための医療機器 , 兵
器システムにおけるミサイル発射制御をいう）, ならびに極めて高い信頼性が要求される用途（海底中継器 , 宇宙衛星をいう）に使用されるよう設計・
製造されたものではありません。したがって , これらの用途にご使用をお考えのお客様は , 必ず事前に営業部門までご相談ください。ご相談なく使用
されたことにより発生した損害などについては , 責任を負いかねますのでご了承ください。
半導体デバイスはある確率で故障が発生します。当社半導体デバイスが故障しても , 結果的に人身事故 , 火災事故 , 社会的な損害を生じさせないよ

う , お客様は , 装置の冗長設計 , 延焼対策設計 , 過電流防止対策設計 , 誤動作防止設計などの安全設計をお願いします。
本資料に記載された製品を輸出または提供する場合は ,外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上 , 必要な手続き

をおとりください。
本書に記載されている社名および製品名などの固有名詞は , 各社の商標または登録商標です。

編集　プロモーション推進部


